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Hybrid Thermal

は下記の機能を含みます:

l  会話型モデル・ジェネレーション (DXF、Gerberからのインポー
トも可)

l IC/Package/MCM用熱解析プリ・ポストプロセッサ

l  熱、熱応力解析

l  チップ、サブストレート熱コンタ図

l  BGAとQFPパッケージ用にカスタマイズされたモデラー



Hybrid Thermal
パッケージ・レイアウト: Single or multi-chip
modules



Hybrid Thermal
サブストレイト層構造 と MCM レイアウト



Hybrid Thermal
BGA/QFP 用モデラー設定画面



Hybrid Thermal
サブストレイト層構造 とBGA レイアウト



Hybrid Thermal
サブストレイト層構造と部品配置情報



Hybrid Thermal
境界条件: 対流 , 放射, 熱伝導



Hybrid Thermal
Model の設定と解析パラメータ



Hybrid Thermal
サブストレイトとチップの熱コンタ図



Hybrid Thermal
サブストレイトとチップの熱コンタ図



Hybrid Thermal
サブストレイトとチップの熱コンタ図



 HYBRID THERMAL 成功事例

ò 試作回数を１２回から１
回に削減

ò 当初スケジュールより４
カ月前に設計が終了、
既存のやり方より９カ月
も早く設計

ò ＄２２０、０００のコスト
削減
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Hybrid Thermalの優位性

l 定常・過渡解析環境におけるサブストレイトとチップ温度を予測

l  3次元による熱解析Viewer

l  パッケージやMCMレイアウトのための材料や設計の変更に容
易に対応

l 専用のBGA/QFPモデラー による効果的な方法を供給


